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Manufactured and distributed under license from HP.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1) This device may not 
cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause 
undesired operation.

HP SSD GX900 M.2 1TB

HP SSD GX900 M.2 2TB



Quick Start Guide | English

· Quick Start Guide

· M.2 Solid State Drive Installation Instructions

Refer to the User’s Manual of your system or device for the location to install your SSD.

21

2TB

5 Years or 1500 TBW 

System Requirements

· Specifications

Model

Capacity*

Interface

Max. Transfer Rate**

Size

Weight

Warranty Period

Feature

**Results may vary due to different system or hardware configuration.

*For Flash Media Devices, 1 megabyte = 1 million bytes; 1 gigabyte = 1 billion bytes. Actual usable capacity may vary. Some of the listed capacity is used 
for formatting and other functions, and thus is not available for data storage.

GX900

TRIM and ECC Supported;  S.M.A.R.T. Supported;  Power Management;  Data Integrity and Security

Windows® 10 / Windows® 11

80 x 22 x 2.5mm (L x W x H) 

≤10g

1TB

5 Years or 750 TBW 

Up to 11000MB/s (read);   10000MB/s (write)

PCIe Gen 5 x4, NVMe 2.0
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推荐系统

·规格参数

型号

容量*

接口

最大读写速度**

尺寸

重量

保修期限

产品特色

**以上测试速度均来自HP实验室，在实际使用过程中可能因系统或硬件环境差异有所不同，请悉知。

*对于闪存设备，1 megabyte = 1 million bytes；1 gigabyte = 1 billion bytes。实际可用容量一般小于此值。为了最大程度优化SSD性
能，通常会预留部分空间。

TRIM and ECC Supported;  S.M.A.R.T. Supported;  Power Management;  Data Integrity and Security

Windows® 10 / Windows® 11

≤10g

PCIe Gen 5 x4, NVMe 2.0

80 x 22 x 2.5mm (L x W x H) 

1TB 2TB

GX900

5 Years or 750 TBW 5 Years or 1500 TBW 

Up to 11000MB/s (read);   10000MB/s (write)
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除非另外特别的标注此标志为针对所涉及产品的环保使用期限标志。某些可更换的零部件可能会有一个不同的环保使用期限（例如，电池

单元模组）；此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的条件下工作。

电路板

部件名称

限用物质及其化学符号

金手指

快闪记忆体颗粒

稳压二极体

产品中有害物质的名称及含有信息表

注1：       表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

                   表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

铅
（Pb）

汞
（Hg）

镉
（Cd）

六价铬
（Cr+6）

多溴联苯
（PBB）

多溴二苯醚
（PBDE）

邻苯二甲酸
二正丁酯
（DBP）

邻苯二甲酸
二异丁酯
（DIBP）

邻苯二甲酸
二（2-乙基）己酯

（DEHP）

邻苯二甲酸
丁苄酯

（BBP）



推薦系統

·規格參數

型號

容量*

介面

最大讀寫速度**

尺寸

重量

保修期限

產品特色

**以上測試速度均來自HP實驗室，在實際使用過程中可能因係統或硬件環境差異有所不同，請悉知。

*對於閃存設備，1 megabyte = 1 million bytes；1 gigabyte = 1 billion bytes。實際可用容量一般小於此值。為了最大程度優化SSD性
能，通常會預留部分空間。

TRIM and ECC Supported;  S.M.A.R.T. Supported;  Power Management;  Data Integrity and Security

Windows® 10 / Windows® 11

≤10g

PCIe Gen 5 x4, NVMe 2.0

80 x 22 x 2.5mm (L x W x H) 

1TB 2TB

GX900

5 Years or 750 TBW 5 Years or 1500 TBW 

Up to 11000MB/s (read);   10000MB/s (write)

1211
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電路板
Printed Circuit Board

单元
Unit

鉛
Lead

（Pb）

限用物質及其化學符號（Restricted substances and its chemical symbols）

汞
Mercury
（Hg）

鎘
Cadmium

(Cd)

六價鉻
Hexavalent
chromium

（Cr+6）

多溴聯苯
Polybrominated

biphenyls
（PBB）

多溴二苯醚
Polybrominated
diphenyl ethers

（PBDE）

金手指
Gold Finger

快閃記憶體顆粒
Nand Flash

穩壓二極體
Regulator Diode

產品中有毒有害物質或元素名稱及其含量

備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1:“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference  
percentage value of presence condition.

備考2.“    ”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“      ”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.“        ”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “       ”indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

本表格提供的資訊是基於供應商提供的資料及惠普公司的檢測結果。在當前技術水準下，所有有毒有害物質或元素的使用控制到了最底線。惠普公司
會繼續努力通過改進技術來減少這些物質和元素的使用。

設備名稱（Equipment name）：固態硬碟，型號（Type designation）：GX900



시스템 요구사항

·제품사양

모델

생산 능력+

연결방법

맥스/ 전송률++

크기

무게

보증 기간

제품 특성

*FlashMedia장치의 경우 1메가바이트=1백만바이트, 1기가바이트=10억바이트를 나타냅니다. 실제 사용 가능한 용량은 다를 수 있습니다. 보여지는 용량 중 일부는 
포맷 및 기타 기능을 위해 사용되므로, 데이터 저장에는 사용하지 못합니다.

** 위의 시스템의 하드웨어 환경이나 실제 사용에서의 차이에 따라 달라질 수 있습니다 HP 연구소 시험 속도에서 있으며, 정보를 보관하시기 바랍니다.

R-R-BWn-BWS-R018

Applicant: TROYCNC CO., LTD.

Manufacture: Biwin Storage Technology CO., LTD.

TRIM and ECC Supported;  S.M.A.R.T. Supported;  Power Management;  Data Integrity and Security

Windows® 10 / Windows® 11

≤10g

GX900

PCIe Gen 5 x4, NVMe 2.0

80 x 22 x 2.5mm (L x W x H) 

1TB 2TB

5 Years or 750 TBW 5 Years or 1500 TBW 

Up to 11000MB/s (read);   10000MB/s (write)
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推奨されるシステム

·仕様

モデル

容量*

インターフェース

最大の読み取りおよ
び書き込み速度**

サイズ

重量

保証期間

特長

**上記のすべてのテストデータはHPによって提供されたものであることに留意してください｡データは異なるシステム
やハードウェア構成に応じて変わる場合があります。

*フラッシュメディア機器については､1メガバイト= 100万バイト､1ギガバイト= 10億バイト。実際の使用可能容量は変
わる場合があります。リストされた容量の一部はフォーマッティングおよび他の機能に使用され、データストレージ
には利用できません。

TRIM and ECC Supported;  S.M.A.R.T. Supported;  Power Management;  Data Integrity and Security

Windows® 10 / Windows® 11

≤10g

PCIe Gen 5 x4, NVMe 2.0

80 x 22 x 2.5mm (L x W x H) 

1TB 2TB

GX900

5 Years or 750 TBW 5 Years or 1500 TBW 

Up to 11000MB/s (read);   10000MB/s (write)
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